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(54)实用新型名称

一种半导体元器件生产制造用剪切装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种半导体元器件生产

制造用剪切装置，涉及半导体元器件生产制造领

域，包括主体框和第二液压气杆，所述主体框的

内部设置有辅助框，且辅助框的内部安装有第一

液压气杆，所述第一液压气杆的输出端设置有内

置腔，且内置腔的内部设置有用于进行位置移动

的调整组件，所述调整组件包括伺服电机、丝杆、

衔接套板和引导杆，且伺服电机的输出端安装有

丝杆，所述丝杆的外部螺纹安装有衔接套板，且

衔接套板左侧外部滑动设置有引导杆，所述调整

组件设置有两组。该一种半导体元器件生产制造

用剪切装置通过两组调整组件位置分布设计，便

于对切割电机和切割刀进行任意位置的水平移

动，便于对限位之后的半导体元器件进行切割，

使用灵活。
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1.一种半导体元器件生产制造用剪切装置，包括主体框(1)和第二液压气杆(13)，其特

征在于，所述主体框(1)的内部设置有辅助框(2)，且辅助框(2)的内部安装有第一液压气杆

(9)，所述第一液压气杆(9)的输出端设置有内置腔(8)，且内置腔(8)的内部设置有用于进

行位置移动的调整组件(10)，所述调整组件(10)包括伺服电机(1001)、丝杆(1002)、衔接套

板(1003)和引导杆(1004)，且伺服电机(1001)的输出端安装有丝杆(1002)，所述丝杆

(1002)的外部螺纹安装有衔接套板(1003)，且衔接套板(1003)左侧外部滑动设置有引导杆

(1004)，所述调整组件(10)设置有两组，一组所述调整组件(10)外部安装有切割电机(11)，

且切割电机(11)的输出端设置有切割刀(12)，所述切割刀(12)的下方安装有内置框架(4)，

且内置框架(4)的内部滑动安装有定位板(3)，所述第二液压气杆(13)设置于定位板(3)一

侧外表面中部，所述定位板(3)外表面滑动设置有用于对半导体器件限位的辅助组件(14)，

且辅助组件(14)包括连接弹簧(1401)和辅助板(1402)，所述连接弹簧(1401)的端部安装有

辅助板(1402)。

2.根据权利要求1所述的一种半导体元器件生产制造用剪切装置，其特征在于，所述连

接弹簧(1401)和辅助板(1402)设置有两组，且连接弹簧(1401)和辅助板(1402)为一体化结

构。

3.根据权利要求1所述的一种半导体元器件生产制造用剪切装置，其特征在于，所述内

置框架(4)的下方安装有传送带(5)，且传送带(5)底部外部设置有收集框(7)。

4.根据权利要求3所述的一种半导体元器件生产制造用剪切装置，其特征在于，所述收

集框(7)的内部呈中空状结构，且收集框(7)的内部设置有用于进行筛选收集的收集组件

(6)。

5.根据权利要求4所述的一种半导体元器件生产制造用剪切装置，其特征在于，所述收

集组件(6)包括过滤板(601)、连接柱(602)、转接块(603)和电动推杆(604)，且过滤板(601)

的外表面设置有连接柱(602)，所述连接柱(602)的顶部安装有转接块(603)，所述转接块

(603)的底部安装有电动推杆(604)。

6.根据权利要求1所述的一种半导体元器件生产制造用剪切装置，其特征在于，所述定

位板(3)与第二液压气杆(13)为螺丝固定，且定位板(3)设置有两组，一组远离第二液压气

杆(13)的所述定位板(3)与辅助框(2)外表面固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种半导体元器件生产制造用剪切装置，其特征在于，所述内

置框架(4)与辅助框(2)为一体化结构，且内置框架(4)呈中空矩形结构。
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一种半导体元器件生产制造用剪切装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体元器件生产制造领域，具体为一种半导体元器件生产制造

用剪切装置。

背景技术

[0002] 半导体元器件就是导电的性能位于良导电体与绝缘体之间的电子器件，一般在进

行半导体元器件生产制造时，需要对原材料进行剪切，以此来获得所需尺寸的半导体器件。

[0003] 如申请号为CN202122921423.5的实用新型提供一种半导体元器件生产制造用剪

切装置，包括机台以及固定在机台上的机架。在将原材料穿过输料口时，先通过垂直夹板紧

压原材料上方起到夹持工作，随后再通过水平夹板相夹夹住原材料前后两侧，这样可以提

高夹持原材料的稳定性，以解决目前夹持方向一般为单方向夹持、不利于进行剪切工作的

问题。

[0004] 类似于上述申请目前还存在不足之处：

[0005] 现有的剪切装置在对半导体器件剪切时需手动把半导体器件放置工作区域，多为

单一放置，不便根据半导体器件型号进行成组放置，影响剪切效率。

[0006] 于是，有鉴于此，针对现有的结构及缺失予以研究改良，提出一种半导体元器件生

产制造用剪切装置。

实用新型内容

[0007] 本实用新型的目的在于提供一种半导体元器件生产制造用剪切装置，以解决上述

背景技术中提出的问题。

[0008] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种半导体元器件生产制造用

剪切装置，包括主体框和第二液压气杆，所述主体框的内部设置有辅助框，且辅助框的内部

安装有第一液压气杆，所述第一液压气杆的输出端设置有内置腔，且内置腔的内部设置有

用于进行位置移动的调整组件，所述调整组件包括伺服电机、丝杆、衔接套板和引导杆，且

伺服电机的输出端安装有丝杆，所述丝杆的外部螺纹安装有衔接套板，且衔接套板左侧外

部滑动设置有引导杆，所述调整组件设置有两组，一组所述调整组件外部安装有切割电机，

且切割电机的输出端设置有切割刀，所述切割刀的下方安装有内置框架，且内置框架的内

部滑动安装有定位板，所述第二液压气杆设置于定位板一侧外表面中部，所述定位板外表

面滑动设置有用于对半导体器件限位的辅助组件，且辅助组件包括连接弹簧和辅助板，所

述连接弹簧的端部安装有辅助板。

[0009] 进一步的，所述连接弹簧和辅助板设置有两组，且连接弹簧和辅助板为一体化结

构。

[0010] 进一步的，所述内置框架的下方安装有传送带，且传送带底部外部设置有收集框。

[0011] 进一步的，所述收集框的内部呈中空状结构，且收集框的内部设置有用于进行筛

选收集的收集组件。

说　明　书 1/4 页

3

CN 219926151 U

3



[0012] 进一步的，所述收集组件包括过滤板、连接柱、转接块和电动推杆，且过滤板的外

表面设置有连接柱，所述连接柱的顶部安装有转接块，所述转接块的底部安装有电动推杆。

[0013] 进一步的，所述定位板与第二液压气杆为螺丝固定，且定位板设置有两组，一组远

离第二液压气杆的所述定位板与辅助框外表面固定连接。

[0014] 进一步的，所述内置框架与辅助框为一体化结构，且内置框架呈中空矩形结构。

[0015] 本实用新型提供了一种半导体元器件生产制造用剪切装置，具备以下有益效果：

[0016] 1、本实用新型通过两组调整组件位置分布设计，便于对切割电机和切割刀进行任

意位置的水平移动，便于对限位之后的半导体元器件进行切割，使用灵活。

[0017] 2、本实用新型通过第二液压气杆的设计能够带动定位板进行位置移动，便于通过

定位板的位置移动使得两组定位板相互靠近，从而能够对所需进行剪切的半导体元器件限

位，通过连接弹簧本身弹力可使得两组辅助板相互靠近，便于对放置在两组辅助板之间的

半导体元器件限位，能够在利用定位板限位之后的半导体元器件剪切之后，使用者手动把

事先利用辅助组件限位的多组半导体元器件滑动放置于两组定位板之间，利用定位板的相

互靠近进行二次限位，保证剪切过程中的稳定。

[0018] 3、本实用新型通过收集组件的设计便于对切割碎屑和半导体元器件进行收集和

分类，省时省力。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型一种半导体元器件生产制造用剪切装置的主视立体结构示意

图；

[0020] 图2为本实用新型一种半导体元器件生产制造用剪切装置的辅助框内部连接结构

示意图；

[0021] 图3为本实用新型一种半导体元器件生产制造用剪切装置的内置腔仰视结构示意

图；

[0022] 图4为本实用新型一种半导体元器件生产制造用剪切装置的定位板连接结构示意

图；

[0023] 图5为本实用新型一种半导体元器件生产制造用剪切装置的图1中A处放大结构示

意图；

[0024] 图6为本实用新型一种半导体元器件生产制造用剪切装置的辅助组件内部连接构

示意图。

[0025] 图中：1、主体框；2、辅助框；3、定位板；4、内置框架；5、传送带；6、收集组件；601、过

滤板；602、连接柱；603、转接块；604、电动推杆；7、收集框；8、内置腔；9、第一液压气杆；10、

调整组件；1001、伺服电机；1002、丝杆；1003、衔接套板；1004、引导杆；11、切割电机；12、切

割刀；13、第二液压气杆；14、辅助组件；1401、连接弹簧；1402、辅助板。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例

用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

[0027] 如图1、图2、图3和图4所示，一种半导体元器件生产制造用剪切装置，包括主体框
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1、辅助框2、定位板3、内置框架4、传送带5、收集组件6、过滤板601、连接柱602、转接块603、

电动推杆604、收集框7、内置腔8、第一液压气杆9、调整组件10、伺服电机1001、丝杆1002、衔

接套板1003、引导杆1004、切割电机11、切割刀12、第二液压气杆13、辅助组件14、连接弹簧

1401和辅助板1402，主体框1的内部设置有辅助框2，且辅助框2的内部安装有第一液压气杆

9，第一液压气杆9的输出端设置有内置腔8，且内置腔8的内部设置有用于进行位置移动的

调整组件10，调整组件10包括伺服电机1001、丝杆1002、衔接套板1003和引导杆1004，且伺

服电机1001的输出端安装有丝杆1002，丝杆1002的外部螺纹安装有衔接套板1003，且衔接

套板1003左侧外部滑动设置有引导杆1004，通过第一液压气杆9的设计能够带动整个内置

腔8上下位置移动，从而能够利用伺服电机1001带动丝杆1002转动时带动衔接套板1003位

置移动，同时利用引导杆1004限位，便于进行水平方向上的移动，调整组件10设置有两组，

一组调整组件10外部安装有切割电机11，且切割电机11的输出端设置有切割刀12，调整组

件10设置有两组且呈垂直状分布，从而实现调整组件10中设置有的切割电机11和切割刀12

的纵横方向移动，便于对半导体元器件剪切，切割刀12的下方安装有内置框架4，且内置框

架4的内部滑动安装有定位板3，内置框架4与辅助框2为一体化结构，且内置框架4呈中空矩

形结构，定位板3与第二液压气杆13为螺丝固定，且定位板3设置有两组，一组远离第二液压

气杆13的定位板3与辅助框2外表面固定连接，内置框架4的下方安装有传送带5，且传送带5

底部外部设置有收集框7，收集框7的内部呈中空状结构，且收集框7的内部设置有用于进行

筛选收集的收集组件6，收集组件6包括过滤板601、连接柱602、转接块603和电动推杆604，

且过滤板601的外表面设置有连接柱602，连接柱602的顶部安装有转接块603，转接块603的

底部安装有电动推杆604，通过过滤板601的设计能够使得切割碎屑掉落在收集框7中半导

体元器件处于过滤板601上表面，能够收集框7收集量较多时，能够利用连接柱602、转接块

603和电动推杆604的设计对收集框7内部收集碎屑进行压迫，便于使得蓬松的碎屑压实，使

得收集框7存放更多碎屑，能够在剪切工作完成之后利用传送带5的设计对剪切之后的半导

体器件或者碎屑进行收集并传送至收集框7中，第二液压气杆13设置于定位板3一侧外表面

中部，通过第二液压气杆13的设计能够带动定位板3进行位置移动，便于通过定位板3的位

置移动使得两组定位板3相互靠近，从而能够对所需进行剪切的半导体元器件限位。

[0028] 如图1、图5和图6所示，定位板3外表面滑动设置有用于对半导体器件限位的辅助

组件14，且辅助组件14包括连接弹簧1401和辅助板1402，连接弹簧1401的端部安装有辅助

板1402，连接弹簧1401和辅助板1402设置有两组，且连接弹簧1401和辅助板1402为一体化

结构，通过连接弹簧1401本身弹力可使得两组辅助板1402相互靠近，便于对放置在两组辅

助板1402之间的半导体元器件限位，能够在利用定位板3限位之后的半导体元器件剪切之

后，使用者手动把事先利用辅助组件14限位的多组半导体元器件滑动放置于两组定位板3

之间，利用定位板3的相互靠近进行二次限位，保证剪切过程中的稳定，便于进行剪切作业。

[0029] 综上，该半导体元器件生产制造用剪切装置，首先根据图1‑图6中所示的结构，通

过第一液压气杆9的设计能够带动整个内置腔8上下位置移动，从而能够利用伺服电机1001

带动丝杆1002转动时带动衔接套板1003位置移动，同时利用引导杆1004限位，便于进行水

平方向上的移动，调整组件10设置有两组且呈垂直状分布，从而实现调整组件10中设置有

的切割电机11和切割刀12的纵横方向移动，便于对半导体元器件剪切，对半导体元器件固

定时，通过第二液压气杆13的设计能够带动定位板3进行位置移动，便于通过定位板3的位
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置移动使得两组定位板3相互靠近，从而能够对所需进行剪切的半导体元器件限位，或者通

过连接弹簧1401本身弹力可使得两组辅助板1402相互靠近，便于对放置在两组辅助板1402

之间的半导体元器件限位，能够在利用定位板3限位之后的半导体元器件剪切之后，使用者

手动把事先利用辅助组件14限位的多组半导体元器件滑动放置于两组定位板3之间，利用

定位板3的相互靠近进行二次限位，保证剪切过程中的稳定，便于进行剪切作业，最后能够

在剪切工作完成之后利用传送带5的设计对剪切之后的半导体器件或者碎屑进行收集并传

送至收集框7中，通过过滤板601的设计能够使得切割碎屑掉落在收集框7中半导体元器件

处于过滤板601上表面，能够收集框7收集量较多时，能够利用连接柱602、转接块603和电动

推杆604的设计对收集框7内部收集碎屑进行压迫，便于使得蓬松的碎屑压实，使得收集框7

存放更多碎屑。

[0030] 本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将

本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易

见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的

普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
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